S-113.100 Elektroniikan materiaali- ja valmistustekniikka

1. Selvitd lyhyesti

(a) Mitd tarkoitetaan ns. efektiiviselld ydinvarauksella? (1p)

(b) Miké on elektroniaffiniteetti? (1p)

(c) Mitd ymmiérretddn materiaalin mystélujuudella? (Ip)

(d) Miksi murtolujuus on yleens suurempi

()
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kuin myé6télujuus? (1p)

(e) Useilla metalleilla (esim. Al, Ni, Cu, Ag, Au ja Pb) on pintakeskeinen

kuutiollinen (PKK) yksikkékoppi. Miti #ksikki)'kopilla tarkoitetaan ja miten
atomit ovat em. metalleilla sijoittuneet hilaan? (1p)

2. Selvitd

(a) faasinmuutosten kulku lampétilasta 600

Au-Sn tasapainopiirroksen avulla kun nimelliskoostumus

°C huoneenldmpétilaan alla olevan
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b) Korjaa alla olevassa kuvassa esiintyvi tasapdinopiirros siten, etti se noudattaa

Gibbsin faasisdiantoa.

Lampotila —»

Perustele myds tekemisi korjaukset (3p).

Liqg

Koostumus —



3. Alla o]evassa kuvassa on esitetty ]amposvklliestlssa (lémpétilaa vaihdeltu —40 ja
+125  °C vilill4 ja sykli toistettu 250 kertaa) hajonnut "flip chip”™-liitos. Integroitu
pliri on piitd, juotenystyt ovat SnPb-juotetta, alusltayte ("underfill”) on epoksia, johon
on lisdtty S10, partikkeleita ja piirilevy (FR-4) on lasikuituvahvistettua epoksia. Pohdi
liitoksen murtumiseen johtaneita syiti eri materiaalien ominaisuuksien avulla. (5p)

4. Tyypillisimmét materiaalien kidevirheet, niiden synty ja vaikutukset materiaalien
mekaanisiin ominaisuuksiin. Selvitd lisdksi kidevirheiden sidhkoiset vaikutukset
puolijohteissa (Sp).

5. a) Galvanoidulla teréslevylld korroosiovirran tiheys on maksimissaan 6*10~ A/m?>.
Kuinka paksu sinkkikerroksen tulisi olla, ettd se suojaisi perusmateriaalia vihintiin
viisi vuotta? Sinkin tiheys on 7130 kg;’m Mz, =165.38 gmol‘l, e=16*10%C=16
*10"As ja Na = 6.022*10% mol” (2p)
b) Piirilevylld on nikkeli/kultametallointi jossa Au toimii suojaavana kerroksena. Miti
ongelmia voi ilmetd, jos kultapinnoite on jddnyt huokoiseksi ja piirilevy altistuu
syovvttiville vmparistolle? Perustele vastauksesil (3n)




